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RESUMEN

El cobre se ha utilizado durante mas de 50 afios en la fabricacién de placas de circuito impreso
(PCB). Estos PCB se producen mediante la laminacion de varias capas de preimpregnados de epoxi
reforzados con fibra de vidrio con laminas de cobre [1]. Una adecuada adhesion entre la interfase
del cobre y el material dieléctrico (FR4, CEM-3) debe ser un pardmetro muy importante a tener
cuenta durante la fabricacion, el montaje y el uso de estos componentes [2,3]. Para mejorar la
adhesidn se han empleado distintos tratamientos superficiales (mecénicos, quimicos y fisicos) en el
cobre [4]. En este estudio, se han investigado varios tratamientos de superficie (lijado, ataque
quimico, silanizacion, granallado y plasma atmosférico). Los efectos sobre las propiedades de la
superficie se estudiaron mediante espectroscopia de infrarrojo por microscopia de fuerza atdmica
(AFM), microscopia electrénica de barrido (SEM), angulo de contacto (CA). Para evaluar las
propiedades mecanicas de la adhesion del cobre tratado se usaron pruebas de cizalla por traccién,
adherencia por traccion y pelado.
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